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注：森霸传感保留在不另行通知的情况下，随时对产品规格书进行更改、更正、增强、修改和改进的权利。

 模拟 PIR+数字芯片典型应用

模拟 PIR+数字芯片（ISB01）应用参考图

模拟 PIR+数字芯片（ISB02）应用参考图
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注：森霸传感保留在不另行通知的情况下，随时对产品规格书进行更改、更正、增强、修改和改进的权利。

 注意事项

一、电路设计方面

1.PIR 与其他器件的连线要越短越好，双面板或多层板上，该连线下方尽量不要走线，尤其是不能有

大电流的走线。

2.PIR 人体感应部分的电路尽量单独做一块 PCB 板，以避免干扰。如果做在同一块板上，PIR 人体感

应部分的电路要单独隔离并有单独的接地；只通过正极、负极和输出三根线连接其它电路。

3.PIR 的 VDD 对地接 100NF 的电容，并尽量与 PIR 的 VDD 靠近。

二、焊接要求

1.电烙铁焊接要求

1）用电烙铁对导线进行焊接的情况下，手焊接时请在电烙铁温度为 350℃以下、3 秒以内进行焊接。

2.波峰焊焊接要求

1）波峰焊温度设定为 260±5℃，速度为 1500±300mm / min。

2）炉温最高不超过 260℃，时间不超过 3S,（注意：温度过高时间过久会造成感应性能衰减或功能

失效）。

3）过波峰焊时不建议 PIR 紧贴 PCB 板，建议垫高 1mm 以上的高度防止 PIR 与 PCB 板短路。

4）过炉后如 PIR 窗口有污渍，可用干布或无水乙醇擦拭。

三、调试应用方面

1.PIR 是检测红外线变化的热释电红外传感器，在实际使用过程中需要注意以下事项，例如：检测人

体以外的热源、热源温度无变化或热源无移动的情况下等相关环境因素和违反PIR应用原理所造成的影响；

1）以下现象检测人体以外的热源时，PIR 可能会误触发

（1）小动物进入检测范围时

（2）太阳光、汽车车头灯、白炽
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